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Reflow-Kondensationslotanlage

Als Mitbegriinder der modernen
Reflow-Konvektionslotsysteme ist
die Firma Rehm schon seit 1990 mit
Ihren Anlagen sowohl auf dem natio-
nalen Markt, als auch weltweit duflerst
erfolgreich. Das ber Jahre hinweg
gesammelte Know-How kommt nun
der CondensoX-Serie zu Gute. Opti-
miert auf die Bedirfnisse der Kun-
den steht sie fir Produktivitat und
Flexibilitat.
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THERMAL SYSTEMS

Systemvorteile

Niedrige Betriebskosten

Temperaturprofil lings/quer +2 K

Optimal fur massenreiche Baugruppen
Voidfrei durch Vakuumoption

Einfache, exakte Temperaturprofilierung
Konstante Prozesstemperatur
Horizontaler Transport

Inerte Lotatmosphare

Warum
Kondensationsloten™?

Das Kondensationsléten (auch Dampfphasenléten genannt) ist prozess-
sicher, garantiert hohe Qualitat, erwarmt gleichmafiig, ist materialscho-
nend, kostenglinstig und umweltfreundlich ... kurzum, es ist das Beste
was es fur |hre Baugruppen gibt.



Warum
Vakuum?

ohne Vakuum

mit Vakuum

Flachenanbindung bis
zu 99%

Verbesserts Ausfillen
von Micro-Vias und
THD-Lotstellen

Minimale Voids
(sind vor allem
wichtig bei
Leistungselektronik]

Verbesserte Benetzung

Vakuum bis zu
2 mbar!

Kondensation-Vac

Konvektion-N2
Konvektion-Air
Kondensation

Vergleich: Voidbildung/Létverfahren

Voidfreies (lunkerfreies) Léten mit
bleifreien Loten ist eine wichtige
Voraussetzung fur die Herstellung von
Leistungselektronik. Geringere Void-
raten sind aber nur mit Lotprozessen
realisierbar, bei denen das schmelz-
flissige Lot einem Vakuum ausgesetzt
wird, wodurch die noch in der Lotstelle
enthaltenen Rickstande leichter ent-
weichen konnen. Aus diesem Grund
konnen Sie auf Wunsch die Condenso
mit einer Vakuumpumpe ausstatten.
Als Ergebnis erhalten Sie Lotstellen
mit einem Flachenanbindungsanteil
von teilweise Uber 99%.

Zusatzlich zum Vakuumprozess wah-
rend der Schmelzphase kann man
auch schon vor dem eigentlichen Lot-
prozess Vakuum ziehen. Das ermdgli-
cht nicht nur die gleichmafigere Ein-
spritzung des Galdens, sondern auch
die Ausgasung von Losemittel aus
der Lotpaste. Weiterhin kann die Con-
denso durch das Vorvakuum den Sau-
erstoff in der Kammer durch Stickstoff
ersetzen. Oxidationsprobleme werden
dadurch vermieden.



Lotprozess und exakte Profilierbarkeit

Vacuum
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Overpressure

compensation
Cyclone Filter
0

In der durch ein Schott hermetisch
abgeriegelten Prozesskammer wird
wahrend des Betriebs eine definierte,
Flissigkeitsmenge (meist PFPE Per-
fluorpolyether) verdampft. Der Dampf
ermoglicht durch die Warmeabgabe
bei der Kondensation eine &uferst
effektive Warmedibertragung auf das
Lotgut. Dabei bleibt die Temperatur
des Mediums konstant. Die Siede-
temperatur des Mediums begrenzt
zudem die maximale Lottemperatur,

kleinstes AT

extrem effektiver und homogener
Warmetransfer Uber die gesamte
Baugruppe

Maximale Lottemperatur durch
Siedepunkt des Mediums
begrenzt

Component Damage

so dass die Baugruppe keinesfalls
hoher erhitzt und dadurch beschadigt
werden kann. Das und die Steuerung
des Flussigkeitsvolumens sowie die
Zwischenabsaugungen des Dampfes
gestatten es auflerdem das Tempe-
ratur-/Reflowprofil der Baugruppe
exakt einzustellen. Somit garantieren
wir einwandfrei reproduzierbare Lot-
bedingungen, die die Prozessstabilitat
steigern.

Patentiertes Einspritz-Prinzip
garantiert reproduzierbare
Lotergebnisse und erlaubt
optimales Profilieren
Gradienten-Kontrolle

Kein Zeitverlust beim Profilieren

Condenso

Reflow-Kondensationslota



entsteht ein

Bei der Absaugung
Unterdruck, der ein schnelles Trock-
nen des Lotguts garantiert. Nach der
Absaugung des Dampfes wird dieser
heruntergekihlt. Kondensiert wird er
gefiltert und von Verunreinigungen
gesaubert. Anschliefend wird die
Flussigkeit dem Lotprozess wieder zur
Verfligung gestellt. Durch die herme-
tische Abschottung der Prozesskam-
mer wird der .Verdampfungsverlust”
beim Loten absolut gering gehalten.
So haben Sie einen wesentlich gerin-
geren Mediumverbrauch und sparen
dadurch Geld.

Hermetisch abgeriegelte
Prozesskammer
Medium-Filterung und
Wiederverwendung
Medium-Verbrauch drastisch
reduziert

Umweltfreundlich

age

Nach dem Lotprozess kann die Bau-
gruppe zur Kihlung aus der Prozess-
kammer gefahren werden. Hier haben
Sie die Moglichkeit die Luft der Stan-
dardkihlung zusatzlich mit Wasser
auf eine konstant niedrige Temperatur
zu bringen. Dadurch konnen Sie die
Baugruppe absolut gleichmaBig und
vor allem schneller herunterkihlen.
Weiterhin heizen Sie so die Umge-
bungstemperatur der Maschine nicht
mafigeblich auf.

Standard: Luftkihlung
Option: Wasserkihlung
fur schnelles und konformes

Herunterklhlen

Transport
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Die Baugruppe bewegt sich aus-
schlief3lich horizontal durch die Lot-
anlage. Wahrend des Dampfprozesses
allerdings steht die Leiterplatte still.
Somit konnen die Bauteile im aufge-
schmolzenen Lotzustand nicht verse-
hentlich verrutschen. Ein wesentlicher
Nachteil herkémmlicher Dampfpha-
senlotanlagen, bei denen stets eine
vertikale Bewegung der Baugruppe
wahrend des Lotens notwendig ist,
konnte so beseitigt werden. Die Aus-
fallrate sinkt und somit Ihre Kosten.

Horizontaler Transport
PCBs ruhen wahrend des
gesamten Prozesses

High Speed Handlingsystem
optional erhaltlich

Spezielle Ahwendungen

- Voidfreies Loten

- Photovoltaik

- Substrate auf Warmesenken

- bleifreie Lotungen bis 240°.

- MIDs
(rdumliche, spritzgegossene Schal-
tungstrager) haben durch ihre 3D-
Gestaltungsfreiheiten ein enormes
Rationalisierungspotenzial. Diese
sind allerdings durch lhre raum-
liche Ausdehnung oftmals schwer
zu loten. Die Condenso behebt
durch ihre homogene Erwarmung
der Baugruppen dieses Problem.
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Anlagenvarianten mit diversen Beladungsoptionen

c' Manuell
Frontbeladung

Lange: 2522 mm
Breite: 1942 mm
Hohe: 1750 mm
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Basic

Standard Version
ohne Vakuum-Option
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Manuell
Lange: 3426 mm mit Standard-Achse
Breite: 1982 mm oder verlangerter Achse
Hohe: 1750 mm
Automatisch

1-achsige Beladung*

Lange: 4300 mm
Breite: 2070 mm
Hohe: 1750 mm

Vakuum

Condenso mit Vakuum-Option
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High speed
Lange: 4300 mm 2-achsige Beladung
Breite: 2070 mm
Hohe: 1750 mm

Warentragergrofe: 650 x 650 mm
*Abbildung mit HS (Highspeed Beladung)



Weltweites
Service Netzwerk

v Schnelle Reaktionszeit
v Fernwartung

v Support per Telefon

v Beratungsdienst

v Ersatzteile Service

THERMAL SYSTEMS

Innovation for success!
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Rehm gehort zu den international fihrenden Anbietern im Bereich von Létsystemen und
thermischen Systemldsungen fir die Elektronik- und Photovoltaikindustrie. Mit prazisen,
innovativen, zuverldssigen Systemen und einer intelligenten Software bieten wir mafige-
schneiderte Losungen fir verschiedenste Anwendungsbereiche in der modernen Elek-
tronikfertigung, sowie deren Konzeption und Entwicklung. Rehm hat Produktionsstatten
in Deutschland, China und Russland sowie ein hervorragendes Service-Netz in Europa,
Asien und Nordamerika.

Rehm Thermal Systems GmbH
Leinenstrasse 7

D-89143 Blaubeuren-Seissen
Telefon:  +49 7344-9606-0

Fax: +49 7344-9606-525
E-Mail:  info@rehm-group.com
Internet: www.rehm-group.com
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Stand: April 2013. Technische Anderungen vorbehalten.



